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T 62: Halbleiterdetektoren V

Zeit: Freitag 14:00-16:15

T 62.1 Fr 14:00 HG VI
Optimierung der Positionsrekonstruktion fiir den zentralen
CMS Spurdetektor — eHEriko FiscHErR!, GorpoN Kaussen?, Ro-
BERT KLANNERZ, JORN ScHWANDT? und GEORG STEINBRUCKZ? —

1UHH — 2DESY Hamburg

Zur Zeit ist der "Center of GravityAlgorithmus zur Klusterrekon-
struktion in der CMS-Software implementiert. Ziel der Arbeit ist es,
verschiedene Rekonstruktionsalgorithmen (n-Algorithmus, head-tail-
Algorithmus, etc.) zu implementieren, und die Rekonstruktionsgenau-
igkeit mit Hilfe von Daten vom CMS Experiment (zur Zeit Cosmic-Run
CRAFTO08) und detaillierten Simulationen (siehe Vortrag J.Schwandt)

zu optimieren.

T 62.2 Fr 14:15 HG VI
Einzelspur basierte Optimierung des Belle IT Pixel Vertex
Detektors — e ANDREAS MoLL fiir die Belle-Kollaboration — Max-
Planck Institut fiir Physik, Fohringer Ring 6, 80805, Miinchen, Germa-
ny — Excellence Cluster Universe, Technische Universitat Miinchen,
Boltzmannstr. 2, 85748, Garching, Germany

Der Elektron-Positron Ringbeschleuniger am KEK in Japan hélt den
aktuellen Luminositits-Rekord mit 2.1 - 1034¢m =25~ 1. In den nichs-
ten drei Jahren ist ein Upgrade des Beschleunigers auf eine um 40-mal
hohere Luminositét als der aktuelle Rekordwert geplant. Auf Grund
der hoheren Luminositdt wird der aktuelle Belle Detektor zum Belle
II Detektor umgebaut. Dabei wird ein neuer, vom Halbleiterlabor des
Max-Planck Institutes entwickelter, Pixel Vertex Detektor (PXD) zum
Einsatz kommen. Mit Hilfe von Simulationsstudien werden optimale
Parameter fiir den PXD, wie Pixelgrofse und Siliziumdicke, gefunden.
Der Vortrag stellt die am Institut entwickelten Simulations-Werkzeuge
vor und zeigt anhand von Einzelspurstudien, wie optimale Parameter
fiir den PXD gefunden werden.

T 62.3 Fr14:30 HG VI
Validation des DEPFET Pixel Digitizers an Teststrahlmes-
sungen — e BENJAMIN SCHWENKER, CHRISTIAN GEISLER und ARIANE
Frey — II. Physikalisches Institut, Universitat Gottingen

Fiir das geplante Belle II Experiment am KEK sind DEPFET Pi-
xel Sensoren zur Vertexrekonstruktion vorgesehen. Zur Optimierung
der Detektor Geometrie ist eine zuverlassige Simulation der DEPFET
Sensoren erforderlich. Von besonderem Interesse ist hierbei eine realis-
tische Abschitzung der erreichbaren Ortsauflésung fiir die geplanten
50x50x50um? Pixel. Wir prisentieren einen Vergleich zwischen Simu-
lationen und Teststrahlmessungen ausgefiihrt am CERN SPS in den
Jahren 2008/2009. Zur Verfiigung standen ein DEPFET Teleskop mit
Submikrometer Auflésung und ein DEPFET Testsensor mit 24x24,m?
pitch und einer Dicke von 450um. Die Anstellung des Testsensors
gegeniiber dem einfallenden Teilchenstrahl erlaubt eine Analyse von
Clustergrofte, Clustersignal und Ortsauflosung als Funktion des Ein-
fallswinkels.

T 62.4 Fr 14:45 HG VI
Data Handling Processor for Belle2 Vertex Detector —
eTomasz HEMPEREK, HANS KRUEGER, ANDRE KRUTH, and NORBERT
WERMES for the DEPFET-Collaboration — University of Bonn

Motivated by the upcoming upgrade of the Belle experiment at the
KEK e+e- collider in Japan, a new Vertex Detector is being design
based on a DEPFET pixel matrix. A part of the new detector will be
the Data Handling Processor (DHP) designed for handling the data
produced by an analog readout chip, the DCD (drain current digi-
tizer). The DHP will be directly placed on the DEPFET substrate. It
is being developed in 90 nm CMOS technology. The goal of this design
is to handle a high input data rate of about 24 Gb/s. Data reduction is
possible thanks to triggering, on-chip correction and compression algo-
rithms. The resulting data are sent to FPGA-based processing stages
placed outside the inner detector using high speed serial links. A de-
scription of the DHP design is given, focusing on data processing and
communication with other detector parts.

T 62.5 Fr15:00 HG VI
Konstruktion und Alignment des Belle II Pixel Vertex De-
tektors — e MARTIN RITTER — Max-Planck-Institut fiir Physik, Miin-
chen, Deutschland

Raum: HG VI

Der ete™ Ringbeschleuniger KEKB in Japan hilt momentan mit
2.11-103*cm~2s~1 den Weltrekord fiir Luminositét. Bis 2013 soll dieser
Wert durch ein Upgrade (SuperKEKB) auf 8-103%cm™2s~1 gesteigert
werden. Um moglichst prézise Messungen der Vertizes zu ermdoglichen
wird ein neuer Pixel Vertex Detetektor fiir das Belle II Experiment
entwickelt. Die Konstruktion dieses Pixel Detektors sowie die Plane
fir das Alignment des gesamten Vertex Detektors werden prasentiert.

T 62.6 Fr15:15 HG VI
Thermische Studien fiir den DEPFET-Pixeldetektor im
Belle-II-Experiment — ToBiAs BarvicH, OksANA BROVCHEN-
KO, e STEFAN HEINDL, THOMAS MULLER, HANS-JURGEN SiMoONIS und
THoMAs WEILER — Institut fiir Experimentelle Kernphysik, Karlsru-
her Institut fiir Technologie (KIT)

In den kommenden Jahren soll der KEKB-Beschleuniger, ein asymme-
trischer Elektron-Positron-Collider in Japan, ausgebaut werden, um
die momentane Luminositdt deutlich zu erhdhen. Gleichzeitig wird
auch das Belle-Experiment zur Messung der CP-Verletzung verbessert.

Erstmals sollen dabei in einem Groffexperiment neuartige DEPFET-
Sensoren fiir den Pixeldetektor genutzt werden. Das Institut fiir Ex-
perimentelle Kernphysik des KIT ist am mechanischen Aufbau dieses
Detektorteils beteiligt.

Ein Hauptaugenmerk in der Entwicklung liegt dabei auf thermischen
Studien, da fiir die ordnungsgeméfie Funktion der DEPFETSs eine de-
finierte Maximaltemperatur nicht iiberschritten werden darf.

Hierfiir wurde ein Testaufbau fiir die Kontaktkiihlung einzelner De-
tektormodule entwickelt. Auflerdem entsteht ein Modell des Pixelde-
tektors, um Konvektionskiihlung und weitere Einfliisse des Luftstromes
untersuchen zu kénnen.

Die erhaltenen Ergebnisse werden préasentiert und mit einer auf der
Finite-Elemente-Methode basierenden Simulation verglichen.

T 62.7 Fr 15:30 HG VI
Simulation des thermischen Verhaltens eines DEPFET-
Moduls fiir das Belle-II-Experiment — ToBias BARvicH,
e¢OKsANA BROVCHENKO, STEFAN HEINDL, THOMAS MULLER, HANS-
JURGEN SiMonis und THoMAs WEILER — Institut fiir Experimentelle
Kernphysik, Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT)

Fiir den Pixeldetektor im BelleIl Experiment sollen die besonders
rauscharmen DEPFET-Sensoren verwendet werden. Das Institut fiir
Experimentelle Kernphysik des KIT ist am mechanischen Aufbau des
Pixeldetektors beteiligt.

Besondere Bedeutung kommt dabei der Untersuchung des thermi-
schen Verhaltens zu, um das optimale Funktionieren der DEPFETSs
innerhalb eines definierten Temperaturbereichs zu ermoglichen.

Hierfiir wurde eine auf der Finite-Elemente-Methode basierende Si-
mulation erstellt. In dieser wurde der Einfluss der Kontakt- sowie der
Konvektionskiihlung auf die Temperaturverteilung in einem DEPFET-
Modul untersucht. Die Richtigkeit der Simulation wurde anhand eines
Testaufbaus iiberpriift.

Es werden die Ergebnisse dieser Simulation fiir verschiedene mecha-
nische Halterungsstrukturen sowie Kiihlungsmethoden vorgestellt.

T 62.8 Fr 15:45 HG VI
Module Concepts with (Ultra-) Thin Chips for ATLAS IBL
and sLHC — eLLAURA GONELLA, MARLON BARBERO, FABIAN HUG-
cING, Hans KRUGER, WALTER OCKENFELS, WOLFGANG DIETSCHE,
and NorRBERT WERMEs — Physikalisches Institut der Universitét
Bonn, Nufiallee 12, D-53115 Bonn

Material budget is a crucial issue in vertex detectors for High Energy
Physics experiments. For the Insertable B-Layer (IBL) project, a new
front-end chip (FE-14) is designed with an area of 18.8 x 20.2 mm?2,
almost 5 times larger than the present FE chip (FE-13). A thickness
of 300 to 350 pm would be required to avoid bending of this large chip
at the high temperatures used in a standard flip-chip process, leading
to a significant contribution of the chip to the material budget. A new
flip-chip process is thus under development with IZM Berlin to allow
for flip-chip using FE-14 chips thinned down to about 100 um. Results
on flip-chip assemblies of 90 pm thin 2x2 FE-I3 dies to dummy sensors
are encouraging, showing only some small issues that could be solved
with minor process modifications or with slightly thicker chips. Both
possibilities are studied to reach the goal of having thinned down FE-14
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to 100-200 pm. Bumped thin chips will also enable usage of Through
Silicon Vias (TSV) in pixel modules. TSV is a via-last 3D integration
technique which allows routing of signals on the backside of the FE.
Two different types of vias are studied, Straight Side Walls and Ta-
pered Side Wall. The development of a module with Tapered Side Wall
TSV and simple backside metallization connected to a flex hybrid has
started with IZM Berlin.

T 62.9 Fr16:00 HG VI
Verbesserung der Sensor-Trigerstrukturen der neuen 4.La-
ge (IBL) des ATLAS Pixeldetektors am LHC — eJOHANNES
SCHROEDER, KARL-WALTER GLITZA, PETER MATTIG und CHRISTIAN

ZEITNITZ — Bergische Universitdt Wuppertal

Im Rahmen des geplanten IBL Projektes am ATLAS Pixeldetektors
sollen die Sensor-Trégerstrukturen verbessert werden. Ziel ist es, eine
homogene Carbon Faserstrukutur mit integriertem Kiihlrohrchen zu
entwickeln, welche wesentlich leichter und zuverlassiger in Bezug auf
Korrosion und thermische Verformung ist als die vorhandene.

Nach mehrjghriger Entwicklung sind inzwischen Carbonfaserréhr-
chen mit geringer Wandstérke, grofser Druckfestigkeit und geringer
Leckrate herstellbar. Die Herstellung dieser Rohrchen und die Moglich-
keit der Verbesserung ihrer thermischen Leitfahigkeit und die Untersu-
chung der Gesamtstrukturen werden im Vortrag dargestellt. Geplante
Simulationen werden abschliefsend aufgezeigt.



